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Sensoren werden industriell fiir verschiedenste Mess- und Priifaufgaben eingesetzt. Beispiele
hierfir sind Temperatursensoren, Sensoren flir mechanische KenngroRen wie Druck,
Drehmoment, Kraft, Dehnung, sowie Flissigkeits- und Viskositatssensoren. Verstarkt fordert die
Industrie die nachhaltige Steigerung der Effizienz von Hochtemperaturprozessen in Maschinen,
Anlagen und Fahrzeugen. Weiterhin wird eine flexible Prozessmesstechnik zur orts- und
zeitaufgelosten Erfassung technischer Kennwerte direkt am hochtemperierten (groRer 200 °C)
Objekt gefordert. Dem Stand der Technik entsprechende Sensoren sind nicht fir derartig hohe
Betriebstemperaturen ausgelegt. Es mangelt insbesondere an der Temperaturbestandigkeit der
einzelnen Montageschritte zum Aufbau von Sensorgehdausen um den eigentlichen Sensorkristall

oder Sensorchip.

Da die technologische Weiterentwicklung der relevanten Aufbau- und Verbindungs-techniken
bis zu einer Einsatztemperatur von 600 °C ein groRes industrielles Interesse hat wurde
zielgereichtet durch die AiF das Forschungsvorhaben HiTPac+ gefdrdert. Im Rahmen dieses
Projektes evaluierte das Fraunhofer Institut fiir keramische Technologien und Systeme (IKTS) die
relevanten Prozessschritte, Technologien und Werkstoffe zur Fertigung keramischer
hermetischer High Temperature Packages. Begleitet wurde das Vorhaben durch einen
Industriebeirat bestehend aus Sensor-, Sensorkristallen-, Fertigungsequipment- und

Materialproduzenten, welche die Arbeiten intensiv und konstruktiv erganzten.

Im Rahmen der Arbeiten erfolgte die Qualifizierung von Sensorgehdusen, Werkstoffen zur
Sensormontage innerhalb der Gehause, Technologien zur Anschlusskontaktierung von Gehause
und Sensor, sowie Technologien zur hermetischen Versiegelung des Packagings. Alle einzelnen
Prozesse wurden unterlegt mit Degradationsanalysen, um ein vertiefendes akademisches
Verstiandnis der Ausfallmechanismen zu erzeugen. Uber den urspriinglichen projektumfang
hinaus erfolgte die Erarbeitung geeigneter Priiftechnologie, welche die Qualifizierung definierter

MessgroRen unter Einsatztemperatur bis 600 °C zul&sst.

Es konnten der Nachweis eines funktionsfdhigen Sensorpackages bis zu einer
Betriebstemperatur von 600 °C erbracht werden. Technologische Schwachstellen, insbesondere
im Bereich der Metallisierung der eigentlichen sensorischen Komponente, wurden aufgezeigt
und diskutiert. Diese sind umfassend in Folgeprojekten zu adressieren. Erganzend dazu besteht
ein breites industrielles Interesse insbesondere die elektrischen Eigenschaften der keramischen

Werkstoffe umfassender zu qualifizieren.
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